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投资者关系活动

类别 

☑特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 □其他 

参与单位名称 财通证券、东北证券 

时间 2024 年 5月 29 日 

地点 公司会议室 

上市公司接待 

人员姓名 
董事会秘书：陈国兵 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、请问公司目前晶圆代工厂项目进展情况如何？ 

答：晶圆代工厂广芯微电子项目自 2023 年年底量产以来，产能不断提升，目前生

产的产品主要包括：（1）广微集成的 MOS 场效应二极管，45-150V 全系列百余款产

品已完成开发并批量生产，广微集成已向广芯微电子下达超过 11,000 片的采购订单；

（2）江苏丽隽半导体 200-1,650V 高压/超高压/特高压 DMOS 产品已完成验证，广芯

微电子 5 月份收到其新下订单 20,000 多片；（3）熙芯微电子的高压 BCD 产品目前在

进行工程批流片，预计近期完成验证并开始批量生产；（4）广芯微电子已于 2024 年

5 月顺利通过 ISO9001 和 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证第二阶段审核，年底

之前拿到 ISO9001 体系证书和 IATF16949 符合性声明，以实现车规级功率器件产品的

生产供应。预计到今年年底，广芯微电子的晶圆代工产能将达到 3 万片/月。 

2、公司在功率半导体方面的投资很大，资金方面如何安排，后续是否还有其它投

入？ 

答：公司在功率半导体生产环节采用持续滚动投入的方式，在前一阶段投资建设

的产能投产后，保证公司现金流安全稳定的前提下，然后再新增投资，持续滚动提升

产能。公司通过该模式，已完成了在功率半导体产业链硅片原材料生产企业晶睿电子、

晶圆代工厂广芯微电子、超薄背道代工厂芯微泰克等核心生产环节的投资建设，上述

企业目前均已步入量产阶段并持续扩产。 



资金投入方面，各家公司除前期民德电子和当地政府基金投资，以及银行贷款、

地方政府补贴外，晶睿电子和芯微泰克会通过市场化股权融资获取后续发展建设需要

的资金，民德电子不会再新增投资，可能会在后续轮融资中少量转让老股并收回部分

投资的现金；广芯微电子一期的固定资产投资已基本完成，目前主要任务是加快设备

调试提升产能，同时，预计今年年底公司会完成对广芯微电子的控股，未来也会通过

上市公司平台为广芯微电子发展提供更多的支持。后续，随着各家产能的不断提升，

经营性现金也会持续流入，资金方面的压力会逐步减小。 

上市公司未来几年在功率半导体领域预计不会有大的股权投资项目，主要是不断

完善公司的 smart IDM 生态圈。 

3、如何看今年功率半导体行业的市场行情？ 

答：功率半导体市场经过过去两年多对库存的消化，市场需求方面已出现好转迹

象。比如，近两个月来公司硅片原材料厂晶睿电子的产能处于满产状态，上个月产值

达到了自投产以来的新高；同时，市场上也看到，包括 MOSFET 在内的部分功率器件

厂商的产品价格也有所提升。如后续订单需求及价格能持续提升，功率半导体市场也

有望步入上升阶段。 

4、公司 AiDC 业务目前的进展情况，今年的海外市场表现如何？ 

答：公司去年底将条码识别业务战略升级为 AiDC 事业部，并重点开拓 IVD（体

外诊断设备行业）细分市场，今年已推出了数款应用于 IVD 行业的条码识别设备新品，

目前新产品已在多家行业龙头企业进行测试验证，部分客户已开始批量采购，有望在

今年获得明显进展。 

公司条码识别业务今年一季度依旧保持稳健增长，收入较去年同期增长 13%，毛

利率也有所提升；海外市场业务保持增长，销售额已占到条码业务的 6 成。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2024-5-29 

 

 


